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Carte Imprlmee electrique et thermlque, procedd de fabrication d'une telle carte, et systeme d'lnterconnexJon thermlque et 
electrique utillsant une telle carte. 



© La presents invention concerne carte imprlmee electrique 
et thermlque, un precede de fabrication d'une telle carte ainsl 
qu'un systeme d'interconnexion thermique et electrique utili- 
sant cette carte. Selon ('invention, elle comporte, solidaires 
I'un de I'autre, un circuit tmprime (11) mono ou multi-couches 
et un drain thermique constitue d'une Sme m£tatlique (2) com- 
portant des zones revfitues de resine isolante (3) et des zones 
non revenues de resine isolante (4). 
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CARTE IMPRIMEE ELECTRIQUE ET THERMIQUE, 
PROCEDE DE FABRICATION D'UNE TELLE CARTE ET 
SYSTEME □•INTERCONNEXION THERMIQUE ET ELECTRIQUE 
UTILISANT UNE TELLE CARTE 



La presente invention concerne une carte imprimee electrique 
et thermique, un procede de fabrication d f une telle carte ainsi qu'un 
systeme d f inter connexion thermique et electrique utilisant cette 
carte. 

5 Les problemes de dissipation thermique se posent notamment 

dans les appareiis ou equipements comportant un grand nombre de 
cartes imprimees munies de composants electroniques. Parmi ces 
composants, certains d'entre eux dissipent une quantite de chaleur 
importante qu'il convient d'evacuer dans les meilleures conditions 

10 possibles afin de maintenir lesdits composants dans des conditions de 
fonctionnement acceptables. 

La carte imprimee selon l'invention est caracterisee en ce 
qu'elle comporte, solidaire Tun de l'autre, un circuit imprime mono 
ou multi-couches et un drain thermique const itue d'une ime metal- 

15 lique revetue de resine isolante, le circuit imprime et le drain 
thermique comportant une pluralite de trous de connexion respec- 
tivement alignes deux par deux, lesdits trous du drain thermique 
etant egalement revetus de resine isolante, le drain thermique 
comportant en outre des zones non revetues de resine isolante 

20 disposee sur la face exterieure de celui-ci- Ces zones non revetues 
de resine isolante seront d r une part au moins une bordure de la carte 
imprimee, et d'autre part les emplacements prevus pour les compo- 
sants electroniques dissipant de la chaleur. 

De cette maniere, en effet, on constate que la carte imprimee 

25 ainsi realisee outre le fait que le drain thermique generalement 
metallique contribue a rigidifier le circuit imprime qui peut etre 
tres mince, permet aiors une dissipation thermique correcte des 
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composants electroniques, dissipation effectuee par conduction. En 
effet, chaque composant electronique, dissipant de la chaleur, est 
place en un endroit de la carte comportant une partie non revetue 
de resine isolante ce qui permet de mettre en contact thermique 

5 etroit le boitier dudit composant et le drain thermique. Au besoin, 
pour ameliorer la conduction thermique, on interpose entre les deux 
une pate de conduction thermique bien connue de Thomme de metier 
ayant un coefficient de conduction thermique superieure a celui de 
Tain Les calories ainsi dissipees par ie compo§ant electronique et 

10 transmises a son boitier sont alors drainees par le drain thermique 
jusque sur les bords lateraux de la carte qui comporte des bandes 
laterales non revetues de resine isolante* Ces bandes laterales sont 
inserees dans des connecteurs thermiques realises sous forme de 
glissieres dans lesquelles viennent se bloquer les extremites de la 

15 carte en contact etroit avec lesdites glissieres eventuellernent 
traversees par un liquide de ref roidissement. 

Une telle structure de carte et de systeme d'interconnexion 
telle que decrit ci-dessus permet d'ameliorer considerablement 
l'evacuation des calories dissipees par ses composants et permet 

20 ainsi une plus grande densite de carte a Tinterieur d'un meme 
equipement electrique. 

L' invention concerne egalement un procede de fabrication 
d f une carte imprimee telle que decrit ci-dessus. Sans entrer dans les 
details auxquels on pourra se reporter ci-apres, ce procede est 

25 essentiellernent remarquable en ce que le drain thermique, genera- 
lement une plaque metallique, est perce tout d'abord de trous de 
connexion a travers lesquels passeront les connexions des compo- 
sants de la carte. Ce pergage s'effectue en pratique a Taide de la 
meme bande de commande de la machine outil de per£age que le 

30 circuit imprime qui lui est associe. Apres per^age, on depose sur le 
drain thermique aux endroits voulus des caches du type ruban 
adhesif de maniere a reperer ces endroits. Une peinture isolante est 
ensuite deposee uniformement sur Pensemble du drain y compris 
dans les trous. Ce depot s'effectue soit par la technique de peinture 
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electrostatique, soit par la technique du lit fluidise (voir pour plus 
de detail sur ces techniques employes dans le domaine des circuits 
imprimes le brevet frangais 2 386 959). Apres polymerisation de la 
resine (generalement une resine epoxy), le drain thermique est ainsi 
5 isole unif ormement. On retire alors les caches aux endroits ou ils 
avaient ete disposes mettant ainsi des zones a nu sur le drain 
thermique. Le circuit imprime correspondant est ensuite realise et 
assemble avec ce drain thermique de maniere connue en soi, soit par 
contre-collage d ! un circuit imprime mono ou multi-couches realise 
10 sur tissu de verre epoxy par exemple, soit par des techniques 
additives ou soustractives de depSt metallique sur la resine isolante 
deposee sur le drain thermique. Suivant les cas, comme on le verra 
plus loin. Vetape de percage du circuit imprime peut etre evitee, 
tandis que le circuit imprime comporte alors des fenetres qui 
15 viennent en coincidence avec les zones mises a nu du drain ther- 
mique. Ces zones sont traitees ensuite pour etre protegees contre 
Poxydation, de maniere connue en soi. 

L' invention concerne egalement un systeme d' inter connexion 
thermique et electrique de composants electroniques dissipant de la 
20 chaieur, systeme utilisant une carte telle que decrite ci-dessus. La 
carte revetue de composants electroniques aux endroits adequats est 
disposee de preference entre deux connecteurs thermiques sous 
forme de glissieres situees de part et d*autre de la carte, tandis que 
la connexion electrique de la carte avec Tappareiliage exterieur 
25 P e ut s ! effectuer a l f aide de connecteurs electriques disposes sur Tun 
ou les deux autres bords de la carte. Bien entendu, les connecteurs 
thermiques utilises peuvent etre du type connecteurs electriques et 
thermiques teis que decrits dans le brevet frangais 2 471 059. Dans 
ce cas, les pistes de la carte imprimee sont en contact electrique 
30 avec les contacts de la glissiere thermique, isoles entre eux de 
maniere adequate. 

Dans toute la suite de 1'expose, le terme drain thermique 
designe tout type de support metallique et/ou fibreux capable de 
conduire la chaieur. Ce support est egalement conducteur elec- 
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trique, necessitant, par consequent, une isolation electrique en 
particulier des trous dans lesquels passent les pattes des compo- 
sants. 

L'invention sera mieux comprise a 1'aide des exemples de 
5 realisation suivants, donnes a titre non limitatif , conjointement avec 
les figures qui representent : 

- la figure 1, une vue partielle en coupe d'un systeme d'inter- 
connexion utilisant une carte imprimee selon invention, 

- la figure 2, une vue en coupe et une vue de dessus 
10 correspondantes d'une carte selon l'invention, 

- la figure 3, une variante de Ja carte selon l'invention dans 
laquelle le drain thermique n'a aucune perforation, 

- la figure 4, une vue partielle d'un trou de connexion selon une 
variante preferentielle. 

15 Sur la figure 1, est representee une vue er> coupe d'un systeme 

d'interconnexion electrique et thermique selon l'invention* La carte 
imprimee 1 selon Tinvention est constitute d'un drain thermique 
metallique 2 sur lequel est deposee une couche is ol ante 3 telle 
qu'une resine epoxy par exemple. Un circuit imprime 11 muni de 

20 trous ^interconnexion entre couches telles que 12, 13, 14, etc*- est 
rendu solidaire du drain thermique 2 sur la partie inferieure de 
celui-ci. La couche isolante 3 separe du drain 2 des couches 
conductrices du circuit imprime 11. Des trous de connexion 8 et 9 de 
composants tels que 5 traversent le drain thermique 2 et le circuit 

25 imprime 11. Les pattes de connexion telles que 6 et 7 du composant 
5 traversent ainsi ces trous revetus interieurement au niveau du 
drain thermique 2 de la couche isolante 3, lesdites pattes de 
connexion etant reliees en 15 et 16 au circuit imprime 11. Sous le 
boitier 5 du composant electronique, se trouve une partie 4 du drain 

30 thermique 2 non recouverte de la couche isolante 3, realisant ainsi 
une ouverture dans cette couche isolante 3 qui recouvre par ailleurs 
le drain thermique 2. Pour ameliorer la conduction thermique entre 
le boitier 5 et le drain thermique 2, on peut incorporer dans cette 
ouverture 4 une pate conductrice connue en soi ayant une bonne 
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conduction thermique. Sur l'extremite superieure gauche de la carte 
1, la couche isolante 3 est interrompue mettant a nue ainsi une 
partie 19 du drain thermique 2 non revetue de cette couche isolante. 
Cette partie 19 est au contact de la paroi 10 correspondante de la 
glissiere thermique dans laquelle vient s'enficher l'extremite de la 
carte. Le contact thermique est maintenu contre celle-ci a l'aide du 
contact presseur IS maintenu en pression par la rotation de la came 
17. L'extremite du drain thermique 2 revetue de la couche isolante 3 
vient ici en butee contre le fond 20 de la rainure de la glissiere 
thermique. On constate ici que le circuit imprime 11 s'etend jusqu'a 
l'extremite du drain thermique 2, separee de celui-ci par la couche 
isolante 3. Cette figure iliustre 1'originaiite du systeme Winter- 
connexion thermique selon !' in vent ion dans lequei le composant 5 
dissipant de la chaleur est place cote drain thermique dans une 
15 ouverture du revetement isolant 3 de celui-ci (meilleure conduction) 
tandis que ses connexions 6 et 7 traversent le drain dans des trous S 
et 9, isoles par le revetement 3 egalement et puis traversent les 
trous correspondants sur le circuit imprime sur la couche conduc- 
trice inferieure duquel elles sont fixees par les brasures 15 et 16. Ce 
dernier peut £tre, bien entendu, du type multi-couche, avec des 
pistes conductrices disposees cote drain thermique 2. De toutes 
manieres,- meme lorsque ce dernier est conducteur electrique 
(comme l'aluminium), le revetement isolant 3 qui recouvre tout le 
drain sauf aux endroits vouius, isole electriquement le drain ther- 
25 mique et les pistes du circuit imprime. Les calories engendrees par 
le circuit 5 sont done drainees par conduction vers la glissiere 
thermique, via le drain thermique 2, la glissiere thermique evacuant 
ensuite les calories de maniere connue en soi vers Texterieur du 
systeme. 

La figure 2 represente sur la figure 2a une vue en coupe d'une 
carte imprimee selon Tinvention et sur la figure 2b une vue de 
dessus de cette carte. Cette carte 1 represente une variante de 
celle representee sur la figure 1. En effet, sur cette figure 2, le 
drain thermique 30 n'est pas revetu sur ses deux bordures lateraJes 
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32, 33 et 34, 35 de Ja couche isolante 31. Le drain thermique est 
ainsi directement au contact de Ja glissiere thermique lorsque la 
carte est connectee, aussi bien sur une face que sur 1'autre, le 
circuit imprime 36 s'arretant avant Textremite laterale de la carte. 

5 Ce circuit imprime 36 comporte egalement des trous d'intercon- 
nexion 37, 38, 39 et 40 entre les differentes couches qui le 
constituent. La carte imprimee 1 comporte par ailleurs des perfo- 
rations 41, 42, 43, 44 traversant a la fois le drain thermique et le 
circuit imprime est destine au passage des connexions des compo- 

10 sants electroniques a fixer sur cette carte. Ces trous de connexion 
sont isoles a I'aide de la couche isolante 31 dans les zones corres- 
pondantes du drain thermique. Celui-ci comporte sur sa face exte- 
rieure, des zones 45 et 46 non revetues de la couche Isolante 31. Ces 
zones correspondent aux emplacements des boitiers de composants 

15 electroniques destines a etre fixes sur cette carte. On remarque par 
ailleurs des trous de connexion electrique 47 et 48 semblables aux 
trous tels que 41, 42, 43 et 44, et destines a relier les conducteurs 
electriques du circuit imprime 36 a l'exterieur de la carte, par 
l'intermediaire de connecteurs de circuit imprime bien connus de 

20 rhomme de metier. 

Sur la figure 3, est representee une variante du circuit selon 
l'invention, variante de la figure 1 dans laquelle le drain thermique 
ne comporte aucune perforation. Sur cette figure, les m ernes 
elements que ceux de la figure 1 portent les memes references. Le 

25 drain thermique 2 est recouvert sur sa face anterieure d'une couche 
uniforme de pate isolante 3 sauf sur les deux bords lateraux 19 
destines a etre en contact thermique avec les glissieres thermiques 
telles que representees sur la figure 1. Sur la face superieure du 
drain thermique, se trouvent le circuit imprime 11 et ses trous 

30 d' inter connexion entre couches telles que 12, 13 et 14. Ce circuit 
d'inter connexion 11 comporte au niveau des composants tels que 5 
des ouvertures qui se prolongent egalement dans la couche isolante 3 
du drain thermique 2. Les composants 5 qui sont du type par report a 
plat, c f est-a-dire munis soit de plots de connexions, soit de con- 
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nexions laterales pouvant etre soudees a plat sur les circuits 
imprimes (connexions 6 et 7 sur la figure 3), sont alors fixes sur le 
circuit imprime 11 dans l'ouverture correspondante, cette ouverture 
etant munie sur sa partie inferieure d f un joint thermique ^ connu en 
soi, qui reiie thermiquement la base du boitier 5 au drain thermique 
2. On constate dans cette variante que le drain thermique n'a pas 
besoin d'etre perfore puisque les composants ne traversent pas celui- 
ci, ce qui permet encore d'ameliorer l'evacuation des calories du fait 
de la continuite du metal constituant le drain thermique. On peut 
noter par ailleurs que la couche de protection 3 situee au dos du 
drain thermique n'est pas necessaire dans le cas present et elle peut 
eventuellement etre supprimee de maniere a rapporter par exemple 
un radiateur de ref roi diss em en t par convection sur rensembie de la 
partie inferieure du drain thermique 2. On constate egaiement que 
15 les zones 19 du drain thermique non pourvues de couches isolantes 3 
sont situees dans le cas represente sur la figure 3 au dos du drain 
thermique. 

La figure 4 represente une vue partielie d f un trou de connexion . 
selon une variante preferentielle de l'invention. Sur cette figure, les 
memes elements que ceux de la figure 1 portent les memes 
references. Dans cette variante correspondant a la structure de la 
figure 1, l'ouverture realisee dans le drain thermique a une largeur 
d L superieure a l'ouverture pour ie passage de la connexion du 
composant et sa soudure sur ie circuit imprime 11 qui a une largeur 
d 2 entre les deux extremites de la pastille rapportee 61. Ceci 
permet une utilisation du circuit selon Tinvention pour tous les types 
de boitiers en particulier pour ceux qui presentent un epaulement au 
niveau des pattes de connexion evitant ainsi un contact des pattes 
avec la couche isolante 3 au moment de Tinsertion. On notera 
egaiement sur cette figure la couche cTadhesif 60 nettement mise en 
evidence entre le circuit imprime 11 et le drain thermique 2 
recouvert de sa couche isolante 3. 
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EXEMPLE : 

On realise un circuit imprime doubles faces ou multi-couches 
en stratifie verre epoxy mince selon la technique bien connue. 

Un support metallique d'epaisseur 1 mm est ensuite perce de la 
meme maniere que le pergage des trous de connexion de composants 
du circuit imprime multi-couches. Cette ame metallique est en 
aluminium ou ses alliages, cuivre, acier, f erro-nickel, titane avec un 
coefficient de dilatation compatible avec celui des ceramiques. Elle 
est ensuite munie de caches ou zones epargnes aux endroits corres- 
pondant au boitier des composants electroniques qui seront places 
sur la carte ainsi que sur les deux bordures laterales opposees 
correspondant a la connexion thermique. Ce substrat metallique est 
ensuite plonge dans un lit fluidise de resine epoxy, la resine venant 
se disposer unif ormement sur toute la plaque metallique, Le substrat 
metallique est alors retire de ce lit fluidise et l'on decoupe ensuite 
la resine aux endroits reperes par les caches, apres passage dans un 
four de maniere a realiser une reticulation ou durcissement de la 
resine epoxy realisant ainsi une couche isolante superficieJle uni- 
f orme sur l'ensemble du drain thermique y compris dans les trous de 
connexion. Des details sur ce procede de depSt de couches isolantes 
et leur mise en oeuvre sont donnes par exemple dans le brevet 
frangais 2 386 959. On pourra egalement proceder par depot elec- 
trostatique de peinture a travers des masques protegeant les parties 
situees sous les composants et les bordures de la carte de maniere a 
realiser directement la couche isolante adequate. 

Le circuit imprime multi-couches et le drain thermique ainsi 
revetus de sa couche isolante sont ensuite contre-colles a I'aide 
d'une colle epoxy par exemple. On peut egalement utiliser un circuit 
imprime sur verre epoxy du type pre-impegne a i'aide d'une resine 
epoxy pre-polymere, le passage en temperature de Tensemble drain 
thermique et circuit imprime realisant la soiidarisation de ces deux 
elements. 
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REVINDICATIONS 

1. Carte imprimee electrique et thermique, caracterisee en ce 
quelle comporte, solidaires l'un de I'autre, un circuit imprime (11) 
mono ou multi-couches et un drain thermique constitue d ! une ame 
metallique (2) comportant des zones revenues de resine isolante (3) 

5 et des zones non revetues de resine isolante (4)« 

2. Carte imprimee selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que des zones (4) sans resine isolante sont situees sur la face 
exterieure du drain thermique (2) pour recevoir Jes composants 
correspondants (5), le circuit imprime et le drain thermique compor- 

iO tant une piuraiite de trous de connexion (8) respectivement alignes 
deux par deux, lesdits trous du drain thermique etant revetus de 
resine isolante. 

3. Carte imprimee selon la revendication 1, caracterisee en ce 
que le circuit imprime (1) comporte des ouvertures en concordance 

15 avec des zones (4) non revetues de resine isolante du drain ther- 
mique (2) pour recevoir les composants correspondants (5). 

4. Carte imprimee selon Tune des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce que le drain thermique comporte egalement des 
zones (19) non revetues de resine isolante en bordure de celui-ci, sur 

20 Tune et/ou i'autre face. 

5. Carte imprimee selon Tune des revendications 1 a 4, 
caracterisee en ce que sur une bordure au moins de la carte sont 
prevus des emplacements de connexion electrique. 

6. Procede de fabrication d'une carte imprimee, caracterise en 
25 ce qu'il consiste a reaiiser un drain thermique a i'aide d'une plaque 

metallique (2) sur lequel on dispose des caches aux endroits voulus, 
on depose ensuite une couche isolante (3) sur l'ensemble de la plaque 
metallique, on enleve les caches de maniere a mettre a nu la plaque 
metallique dans les zones prevues (4) puis on realise un circuit 
30 imprime (11) qui est rendu solidaire de I'une des faces du drain 
thermique, de maniere a rendre accessible les zones (1) de la plaque 
metallique mises a nu. 



0090727 

10 

7. Systeme d'inter connexion thermique et electrique d'au 
moins un composant electronique (5) dissipant de la chaleur, com- 
portant une carte imprimee const ituee cPun drain thermique (2) d'une 
part et cPun circuit imprime (11) d' autre part, chaque composant 

5 electronique (5) etant relie electriquement au circuit imprime (11) 
et thermiquement au drain thermique (2), caracterise en ce que le 
drain thermique est constitue d'une ame metailique (2) revetue d'une 
couche electriquement isolante (3), cette couche comportant sur 
Tune des faces du drain thermique au moins un logement accessible 

10 (4) sur lequel est dispose le composant electronique (5), ledit circuit 
imprime etant fixe a la couche de resine isolante disposee sur 1'autre 
face dudit drain (2), le drain thermique comportant en outre des 
trous (S, 9), isoles electriquement par la couche isolante (3), disposes 
en coincidence avec des trous (8, 9) du circuit imprime, les pattes de 

15 connexion electrique (6, 7) dudit composant (5) traversant lesdits 
trous (8, 9) et etant fixees electriquement audit circuit imprime, de 
maniere a realiser dans le logement W un bon contact thermique du 
composant (5) et du drain thermique (2). 

8. Systeme ^interconnexion thermique et electrique selon la 
20 revendication 7, caracterise en ce qu ! une pate de conduction ther- 
mique est interposee entre les boTtiers (5) de chaque composant et le 
drain thermique (2, 3). 

9. Systeme d'inter connexion thermique et electrique selon 
Tune des revendications 7 ou 8, caracterise en ce que le drain 

25 thermique comporte egaiement au moins une bordure lateraie (19) 
non recouverte par la couche de resine isolante (3), cette bordure 
(19) etant au contact de la paroi (10) d'un connecteur thermique (17, 
18) de maniere a drainer les calories degagees par le composant (5) 
vers ledit connecteur thermique par Tintermediaire du drain ther- 

30 mique (2)* 

10. Systeme ^interconnexion thermique et electrique selon la 
revendication 9, caracterise en ce que le circuit imprime (11) s'etend 
sensiblement jusqu'au bord du drain thermique (2) situe sous une 
bordure (19) et est relie electriquement au connecteur thermique 

35 par Tintermediaire des contacts (18). 
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